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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、
　（Ａ）１分子中にケイ素原子に結合した水素原子を含有せず、１分子中にアルケニル基
を少なくとも２個有する、下記平均組成式（１）で示されるオルガノポリシロキサン　　
　１００質量部、
ＲａＳｉＯ（４－ａ）／２　　　　（１）
（式中、Ｒは一価有機基を表し、その少なくとも５モル％がフェニル基である。ａは１．
５～３．０の数である。）
　（Ｂ）１分子中にケイ素原子に結合した水素原子を少なくとも２個及びケイ素原子に結
合したアルケニル基を少なくとも１個有し、分岐構造を有しない、直鎖状であり、下記平
均組成式（２）で示されるオルガノハイドロジェンポリシロキサン、
Ｒ１

ｂＨｃＳｉＯ（４－ｂ－ｃ）／２　　　（２）
（式中、Ｒ１は、置換又は非置換の一価炭化水素基、ｂ及びｃは、０＜ｂ＜３、０＜ｃ≦
２、かつ２＜ｂ＋ｃ≦３を満足する数である）
　（Ｃ）付加反応触媒　　　触媒量、
　を含有するオルガノポリシロキサン組成物であって、
　前記オルガノハイドロジェンポリシロキサン（Ｂ）は、そのケイ素原子に結合した水素
原子数が、（Ａ）及び（Ｂ）成分中のケイ素原子に結合したアルケニル基の合計数１個あ
たり０．４～１０個となる割合で配合されていることを特徴とする発光ダイオード用付加
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硬化型シリコーン樹脂組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載のシリコーン樹脂組成物の硬化物で封止された発光ダイオード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発光ダイオード（ＬＥＤ）用付加硬化型シリコーン樹脂組成物に関し、特に硬
化物が透明で発光ダイオード素子の保護、波長の変更・調整あるいはレンズの構成材料と
して適し、更に高温／低温の温度サイクル条件下でもクラック耐性が良好な硬化物が得ら
れる付加硬化型シリコーン樹脂材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤへの通電・点灯の際には、急激な温度上昇が起こりＬＥＤ素子は熱衝撃を受ける
ことが知られている。したがって、ＬＥＤ素子の点灯と消灯の繰り返しによりＬＥＤ素子
は過酷な温度サイクルに供されることになる。
【０００３】
　ＬＥＤ素子の封止材料として、一般的にエポキシ樹脂が用いられている。エポキシ樹脂
の弾性率は高いために、ボンディングワイヤーは温度サイクルによるストレスを受け断線
したり、エポキシ樹脂にはクラックが発生することがある。またエポキシ樹脂がＬＥＤチ
ップに与えるストレスが原因で、半導体材料の結晶構造が崩れることによる発光効率の低
下も懸念される。
　その対策として、室温硬化型のシリコーンゴムをバッファー材として使用し、その外側
をエポキシ樹脂で封止する方法が定法として定着している。しかしこの方法では、エポキ
シ樹脂がシリコーン樹脂に接着しないために、やはり温度サイクルによりエポキシ樹脂と
シリコーンゴムとの界面で剥離が発生し、光取り出し効率が経時的に極端に低下すること
が知られている。
【０００４】
　エポキシ樹脂に替わる材料として、シリコーン樹脂を使用することが提案されている（
例えば特許文献１、２及び３等参照）。シリコーン樹脂は耐熱性、耐候性、耐変色性がエ
ポキシ樹脂に比較して優れていることから、近年青色ＬＥＤ、白色ＬＥＤを中心に使用さ
れる例が増えてきている。
　しかし、これらシリコーン樹脂はエポキシ樹脂に比較して弾性率は低いものの、曲げ強
度などの機械特性も低いことから、ＬＥＤへの通電・点灯の際に生じる熱衝撃によりクラ
ックが発生しやすいという問題を有する。
【０００５】
　また、特許文献４には、ビニル基と水素を含有するオルガノポリシロキサンとビニル基
を含有するオルガノポリシロキサンと白金系触媒からなる液状シリコーン樹脂で封止され
た光電変換装置が提案されているが、これはビニル基と水素を含有するオルガノポリシロ
キサンが分岐構造であると共に大量に使用するため、脆くなり耐クラック性に劣ると共に
、耐久的な耐候性、耐変色性にも劣るという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１６１９号公報
【特許文献２】特開２００２－２６５７８７号公報
【特許文献３】特開２００４－１８６１６８号公報
【特許文献４】特開２００４－１４０２２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　本発明は上記事情に鑑みなされたもので、高透明性に優れ、熱衝撃に対して高い耐性を
有し、過酷な温度サイクル下でもクラックが生じ難く、剥離も発生しないＬＥＤ用付加硬
化型シリコーン樹脂組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明は、少なくとも、
　（Ａ）１分子中にケイ素原子に結合した水素原子を含有せず、１分子中にアルケニル基
を少なくとも２個有する、下記平均組成式（１）で示されるオルガノポリシロキサン　　
　１００質量部、
ＲａＳｉＯ（４－ａ）／２　　　　（１）
（式中、Ｒは一価有機基を表し、その少なくとも５モル％がフェニル基である。ａは１．
５～３．０の数である。）
　（Ｂ）１分子中にケイ素原子に結合した水素原子を少なくとも２個及びケイ素原子に結
合したアルケニル基を少なくとも１個有する、下記平均組成式（２）で示されるオルガノ
ハイドロジェンポリシロキサン、
Ｒ１

ｂＨｃＳｉＯ（４－ｂ－ｃ）／２　　　（２）
（式中、Ｒ１は、置換又は非置換の一価炭化水素基、ｂ及びｃは、０＜ｂ＜３、０＜ｃ≦
２、かつ０＜ｂ＋ｃ＜４を満足する数である）
　（Ｃ）付加反応触媒　　　触媒量、
　を含有するオルガノポリシロキサン組成物であって、
　前記オルガノハイドロジェンポリシロキサン（Ｂ）は、そのケイ素原子に結合した水素
原子数が、（Ａ）及び（Ｂ）成分中のケイ素原子に結合したアルケニル基の合計数１個あ
たり０．４～１０個となる割合で配合されていることを特徴とする発光ダイオード用付加
硬化型シリコーン樹脂組成物を提供する。
【０００９】
　このような本発明の付加硬化型シリコーン樹脂組成物は、耐変色性に優れているため高
透明性を有しており、熱衝撃に対して高い耐性を有しているため過酷な温度サイクル下で
もクラックや剥離が生じ難いものとなる。
【００１０】
　この場合、前記（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンが、分岐構造を有
しない、直鎖状であることが好ましい。
　このように、前記（Ｂ）成分が分岐構造を有しない直鎖状であれば、前記組成物が耐ク
ラック性により優れたものとなる。
【００１１】
　また、本発明は、前記組成物の硬化物で封止された発光ダイオードを提供する。
　本発明の付加硬化型シリコーン樹脂組成物は、高透明性に優れていると共に、熱衝撃に
対して高い耐性を有しているため過酷な温度サイクル下に供されてもクラックや剥離が生
じ難いものとなり、その結果、このような本発明の硬化物で封止された発光ダイオードも
、有用なものとなる。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、本発明の付加硬化型シリコーン樹脂組成物は、硬化物の耐熱衝撃
性が高いため、クラックや剥離が生じ難く、また、高透明性に優れる。よって、発光ダイ
オード素子用の材料として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の付加硬化型シリコーン樹脂組成物が好適に用いられる発光半導体装置の
一例を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　以下、本発明につき更に詳しく説明する。
　上述のように、従来用いられてきたＬＥＤ素子用の封止材料は、特にＬＥＤへの通電・
点灯の際に生じる熱衝撃によりクラックが発生しやすいという問題を有しており、過酷な
温度サイクル下でもクラックや剥離が生じ難い封止材料が求められていた。
【００１５】
　そこで本発明者は、上記課題を解決するため鋭意検討を行った結果、架橋剤中に少なく
とも１個のアルケニル基を導入することにより、上記課題を達成できることを見出し、Ｌ
ＥＤ素子用封止材料として好適な付加硬化型シリコーン樹脂組成物を完成させるに至った
。
【００１６】
　即ち、本発明の発光ダイオード用付加硬化型シリコーン樹脂組成物は、少なくとも、
　（Ａ）１分子中にケイ素原子に結合した水素原子を含有せず、１分子中にアルケニル基
を少なくとも２個有する、下記平均組成式（１）で示されるオルガノポリシロキサン　　
　１００質量部、
ＲａＳｉＯ（４－ａ）／２　　　　（１）
（式中、Ｒは一価有機基を表し、その少なくとも５モル％がフェニル基である。ａは１．
５～３．０の数である。）
　（Ｂ）１分子中にケイ素原子に結合した水素原子を少なくとも２個及びケイ素原子に結
合したアルケニル基を少なくとも１個有する、下記平均組成式（２）で示されるオルガノ
ハイドロジェンポリシロキサン、
Ｒ１

ｂＨｃＳｉＯ（４－ｂ－ｃ）／２　　　（２）
（式中、Ｒ１は、置換又は非置換の一価炭化水素基、ｂ及びｃは、０＜ｂ＜３、０＜ｃ≦
２、かつ０＜ｂ＋ｃ＜４を満足する数である）
　（Ｃ）付加反応触媒　　　触媒量、
　を含有するオルガノポリシロキサン組成物であって、
　前記オルガノハイドロジェンポリシロキサン（Ｂ）は、そのケイ素原子に結合した水素
原子数が、（Ａ）及び（Ｂ）成分中のケイ素原子に結合したアルケニル基の合計数１個あ
たり０．４～１０個となる割合で配合されていることを特徴とする。
【００１７】
　以下、本発明の各成分につき、詳細に説明する。
＜（Ａ）成分＞
　（Ａ）成分は、１分子中にケイ素原子に結合した水素原子を含有せず、１分子中に少な
くとも２個のアルケニル基を有する下記平均組成式（１）で示されるオルガノポリシロキ
サンである。
ＲａＳｉＯ（４－ａ）／２　　　　（１）
（式中、Ｒは一価有機基を表し、その少なくとも５モル％がフェニル基である。ａは１．
５～３．０の数である。）
【００１８】
　（Ａ）成分中のケイ素原子に結合したアルケニル基としては、例えば、ビニル基、アリ
ル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基等の、通常、炭素数２～
８、好ましくは２～４程度のものが挙げられ、特にビニル基であることが好ましい。
【００１９】
　（Ａ）成分のポリシロキサン骨格中におけるアルケニル基が結合するケイ素原子の位置
としては、例えば、分子鎖末端及び／又は分子鎖途中（分子鎖非末端）が挙げられるが、
（Ａ）成分としては、少なくとも分子鎖両末端のケイ素原子に結合したアルケニル基を含
有するオルガノポリシロキサンであることが好ましい。
【００２０】
　尚、（Ａ）成分中のアルケニル基の含有量は、ケイ素原子に結合した一価の有機基（即
ち、上記平均組成式（１）において、Ｒで示される非置換又は置換の一価炭化水素基）全
体に対して０．０１～２０モル％、特に０．１～１０モル％程度であることが好ましい。
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【００２１】
　（Ａ）成分のアルケニル基以外のケイ素原子に結合する一価の有機基としては、例えば
、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシ
ル基、ヘプチル基等のアルキル基；フェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル基等の
アリール基；ベンジル基、フェネチル基等のアラルキル基；クロロメチル基、３－クロロ
プロピル基、３，３，３－トリフルオロプロピル基等のハロゲン化アルキル基などの、通
常、炭素数１～１２、好ましくは炭素数１～１０程度の、非置換又はハロゲン置換の一価
炭化水素基が挙げられる。
【００２２】
　尚、全Ｒのうち、フェニル基が５モル％未満である場合、硬化した被覆保護材の耐熱性
が悪くなったり低温特性が悪くなり、熱衝撃試験による信頼性の低下を招くため、少なく
とも５モル％がフェニル基であることが必要で、好ましくは１０モル％以上、特に２０モ
ル％以上であることが好ましい。その上限は特に規定されるものではないが、合成のし易
さから８０モル％以下、特には６０モル％以下であることが好ましい。
【００２３】
　ａは１．５～３．０の正数であり、本成分の分子構造としては、例えば、直鎖状、分岐
鎖状のいずれであってもよく、これらの混合物であってもよい。
【００２４】
　この（Ａ）成分であるオルガノポリシロキサンが直鎖状の場合の粘度は、作業性の面か
ら２３℃において、０．１～２０Ｐａｓ、特に０．５～１０Ｐａｓ程度の範囲であること
が好ましい。０．１Ｐａｓ以上であれば適度な流動性となるため、成形バリなどを大幅に
減らすことができ、２０Ｐａｓ以下であれば必要成分混合時に混入した空気の泡も抜け易
くなる。尚、分岐鎖状の場合は、分岐の度合いや分子量により固体となることもあるが、
その場合は、これを溶融可能な溶媒に溶解させて使用してもよい。
【００２５】
＜（Ｂ）成分＞
　（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、下記平均組成式（２）で表さ
れる。
Ｒ１

ｂＨｃＳｉＯ（４－ｂ－ｃ）／２　　　（２）
（式中、Ｒ１は、置換又は非置換の一価炭化水素基、ｂ及びｃは、０＜ｂ＜３、０＜ｃ≦
２、かつ０＜ｂ＋ｃ＜４を満足する数である）
【００２６】
　本発明において使用されるこの（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは
、架橋剤として作用し、（Ａ）成分中のアルケニル基と付加反応して硬化物を形成するも
のである。そのために、このオルガノハイドロジェンポリシロキサンにおいては、１分子
中に、ケイ素原子に結合した水素原子が少なくとも２個必要であり、このような水素原子
は、分子末端、分子の途中のいずれのケイ素原子に結合していても差し支えない。
【００２７】
　また（Ｂ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、Ｒ１の置換又は非置換の
一価炭化水素基として、分子中に少なくとも１個のアルケニル基を有していることが必要
である。このようなアルケニル基を分子中に有していることによって、かかるオルガノハ
イドロジェンポリシロキサンは、それ自身で一部架橋構造を形成することが可能となり、
その結果として、本発明の組成物から形成された硬化物中に架橋密度の局在化が生じるこ
とにより、熱衝撃に対して高い耐性を有し過酷な温度サイクル下でもクラックの成長が回
避されるのである。
【００２８】
　かかるアルケニル基としては、（Ａ）成分におけるＲと同様のビニル基、アリル基、ブ
テニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基、スチリル基等の、通常、炭素数
２～８、好ましくは２～４程度のものが挙げられ、特にビニル基であることが好ましい。
これらのアルケニル基は、分子鎖の末端に存在していても良いし、その途中に存在してい
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てもよい。またこのようなアルケニル基が分子中に多数存在することにより得られる硬化
物が逆に脆くなってしまうのを防ぐため、好ましくは１０個以下、より好ましくは３個以
下、特に、該アルケニル基がオルガノハイドロジェンポリシロキサン１分子中に１個存在
していることが好適である。
【００２９】
　また前記Ｒ１として、アルケニル基以外の基としては、（Ａ）成分におけるＲと同様の
、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シク
ロヘキシル基、ヘプチル基等のアルキル基；フェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチ
ル基等のアリール基；ベンジル基、フェネチル基等のアラルキル基；クロロメチル基、３
－クロロプロピル基、３，３，３－トリフルオロプロピル基等のハロゲン化アルキル基な
どの、通常、炭素数１～１２、好ましくは炭素数１～１０程度の、非置換又はハロゲン置
換の一価炭化水素基が挙げられるが、合成が容易なことや、（Ａ）成分との相溶性の観点
から、アルケニル基以外の基はメチル基、フェニル基が好ましい。このように（Ｂ）成分
のＲ１がメチル基であれば、耐熱性により優れた硬化物が得られ、高い屈折率が必要な場
合は、フェニル基の使用が効果的である。
　尚、透明な組成物が得られるよう、（Ａ）成分と（Ｂ）成分の屈折率を同等程度にする
ことが好ましい。
【００３０】
　上述したオルガノハイドロジェンポリシロキサン骨格は、直鎖状でも環状でも分岐状で
も高度に分岐したレジン状であってよいが、耐クラック性がより優れたものとなる分岐構
造を有さない直鎖状であることが好ましい。粘度は特に制限されるものでないが、好まし
くは１０００ｍＰａｓ以下、より好ましくは５～２００ｍＰａｓである。
【００３１】
　上記オルガノハイドロジェンポリシロキサン（Ｂ）の配合量は、そのケイ素原子に結合
した水素原子数が、（Ａ）及び（Ｂ）成分中のケイ素原子に結合したアルケニル基の合計
数１個あたり０．４～１０個となる割合で配合されている。０．４個未満では硬化が甘く
なり、１０個を越えると硬化物が脆くなりすぎるからである。好ましくは０．６～５個で
ある。
【００３２】
＜（Ｃ）成分＞
　（Ｃ）成分の付加反応触媒は、（Ａ）成分と（Ｂ）成分との付加反応による架橋の触媒
となるもので、その例としては、塩化白金酸、塩化白金酸と一価アルコールとの反応物、
塩化白金酸のオレフィン錯体、塩化白金酸とビニルシロキサンの配位化合物、白金黒など
の白金系触媒、更にパラジウム系触媒、ロジウム系触媒などが挙げられ、触媒効率の高さ
の面から通常白金触媒が使用される。また特に本用途においては、エレクトロニクス分野
である封止型ＬＥＤの作製に用いられることから、金属を腐食させる恐れのない低塩素触
媒が好ましく、中でも塩素成分を含有しないジビニルテトラメチルジシロキサン、ジビニ
ルジフェニルジメチルジシロキサン等で変性されたものが好ましい。これらの付加反応触
媒は、一種単独で用いても二種以上を併用してもよい。
【００３３】
　尚、この付加反応触媒の配合量は触媒として作用する有効量（触媒量）であり、好まし
くは（Ａ）成分と（Ｂ）成分の合計量に対して、１～１０００ｐｐｍである。１ｐｐｍ以
上であれば適度な速さで硬化が進み、１０００ｐｐｍ以下であれば作業可能な時間が短く
なり過ぎることもなく、また硬化物が黄変し難いため経済的である。特に好ましくは５～
１００ｐｐｍである。
【００３４】
＜任意成分＞
　本発明の組成物において、上記の（Ａ）～（Ｃ）成分以外の任意の成分として、例えば
、付加反応触媒に対して硬化抑制効果を持つ化合物とされている従来公知の制御剤化合物
はすべて使用することができる。このような化合物としては、トリフェニルホスフィンな
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どのリン含有化合物、トリブチルアミンやテトラメチルエチレンジアミン、ベンゾトリア
ゾールなどの窒素含有化合物、硫黄含有化合物、アセチレン系化合物、アルケニル基を２
個以上含む化合物、ハイドロパーオキシ化合物、マレイン酸誘導体などが例示される。制
御剤化合物による硬化遅延効果の度合は、制御剤化合物の化学構造によって大きく異なる
ため、制御剤化合物の添加量は、使用する制御剤化合物の個々について最適な量に調整す
ることが好ましく、通常、室温での長期貯蔵安定性が得られ、かつ硬化が阻害されない範
囲程度の量、通常、（Ａ）成分１００質量部に対して０．５質量部以下、好ましくは０．
０１～０．３質量部の量で使用される。
【００３５】
　また、本組成物には、その接着性を向上させるための接着付与剤を含有してもよい。こ
の接着付与剤としては、シランカップリング剤やその加水分解縮合物等が例示される。シ
ランカップリング剤としては、エポキシ基含有シランカップリング剤、（メタ）アクリル
基含有シランカップリング剤、イソシアネート基含有シランカップリング剤、イソシアヌ
レート基含有シランカップリング剤、アミノ基含有シランカップリング剤、メルカプト基
含有シランカップリング剤等公知のものが例示され、（Ａ）成分と（Ｂ）成分の合計１０
０質量部に対して好ましくは０．１～２０質量部、好ましくは、０．３～１０質量部であ
る。
【００３６】
　このような本発明の組成物の硬化物は、高透明性に優れ、過酷な温度サイクル下でもク
ラックや剥離が発生することがないため、発光ダイオードの封止材料として有用であり、
更に、このような発光ダイオードは、例えばスイッチング素子や、照明、液晶ディスプレ
イのバックライト等、様々な分野において有用なものとなる。
【実施例】
【００３７】
　以下、実施例と比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例等
に制限されるものではない。
［実施例１］
　平均単位式：（ＰｈＳｉＯ３／２）０．５５［（ＣＨ２＝ＣＨ）ＭｅＳｉＯ２／２］０

．２（Ｍｅ２ＳｉＯ）０．２５で表される分岐鎖状オルガノポリシロキサン［性状＝固体
（２５℃）、ケイ素原子結合全有機基中のケイ素原子結合ビニル基の含有率＝１４モル％
、ケイ素原子結合全有機基中のケイ素原子結合フェニル基の含有率＝３８モル％、標準ス
チレン換算の重量平均分子量＝３０００］９０質量部に、下記式（Ｉ）で表される粘度が
２０ｍＰａｓのビニル基含有オルガノハイドロジェンポリシロキサン１８質量部、塩化白
金酸／１，３－ジビニルテトラメチルジシロキサン錯体を白金原子含有量として１質量％
含有するトルエン溶液０．０６質量部、エチニルシクロヘキサノール０．０５質量部、及
びγ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン３質量部を均一混合して、シリコーン組
成物（Ａ）を調製した。このシリコーン組成物（Ａ）を１５０℃で４時間加熱し硬化させ
たところ、硬さはＳｈｏｒｅ　Ｄで６７であった。
　
ＨＭｅ２ＳｉＯ（Ｍｅ２ＳｉＯ）１（ＨＭｅＳｉＯ）６（Ｐｈ２ＳｉＯ）１ＳｉＭｅ２Ｃ
Ｈ＝ＣＨ２　（Ｉ）
　
【００３８】
［実施例２］
　主鎖がジフェニルシロキサン単位のみからなり、粘度が０．４Ｐａｓの両末端メチルフ
ェニルビニルシロキシ基封鎖ジフェニルシロキサン共重合体８０質量部、（ＰｈＳｉＯ３

／２）０．７５［（ＣＨ２＝ＣＨ）Ｍｅ２ＳｉＯ１／２］０．２５で表される分岐鎖状オ
ルガノポリシロキサン［性状＝固体（２５℃）、ケイ素原子結合ビニル基の含有率＝２０
モル％、ケイ素原子結合全有機基中のケイ素原子結合フェニル基の含有率＝５０モル％、
標準スチレン換算の重量平均分子量＝１６００］２０質量部、下記式（ＩＩ）で表される
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粘度が２０ｍＰａｓのビニル基含有オルガノハイドロジェンポリシロキサン３２質量部、
塩化白金酸／１，３－ジビニルテトラメチルジシロキサン錯体を白金原子含有量として１
質量％含有するトルエン溶液０．５質量部、エチニルシクロヘキサノール０．０５質量部
、及びγ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン３質量部を均一混合して、シリコー
ン組成物（Ｂ）を調製した。このシリコーン組成物（Ｂ）を１５０℃で４時間加熱し硬化
させたところ、硬さはＳｈｏｒｅ　Ｄで５８であった。
　
ＨＭｅ２ＳｉＯ（ＨＭｅＳｉＯ）３（Ｐｈ２ＳｉＯ）２ＳｉＭｅ２ＣＨ＝ＣＨ２　（ＩＩ
）
　
【００３９】
［実施例３］
　平均単位式：（ＰｈＳｉＯ３／２）０．５５［（ＣＨ２＝ＣＨ）ＭｅＳｉＯ２／２］０

．２（Ｍｅ２ＳｉＯ）０．２５で表される分岐鎖状オルガノポリシロキサン［性状＝固体
（２５℃）、ケイ素原子結合全有機基中のケイ素原子結合ビニル基の含有率＝１４モル％
、ケイ素原子結合全有機基中のケイ素原子結合フェニル基の含有率＝３８モル％、標準ス
チレン換算の重量平均分子量＝３０００］９０質量部に、下記式（ＩＩＩ）で表される粘
度が２０ｍＰａｓのビニル基含有オルガノハイドロジェンポリシロキサン１７質量部、塩
化白金酸／１，３－ジビニルテトラメチルジシロキサン錯体を白金原子含有量として１質
量％含有するトルエン溶液０．０６質量部、エチニルシクロヘキサノール０．０５質量部
、及びγ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン３質量部を均一混合して、シリコー
ン組成物（Ｃ）を調製した。このシリコーン組成物（Ｃ）を１５０℃で４時間加熱し硬化
させたところ、硬さはＳｈｏｒｅ　Ｄで６５であった。
　
Ｍｅ３ＳｉＯ（Ｍｅ２ＳｉＯ）１（ＨＭｅＳｉＯ）７［Ｐｈ（ＣＨ２＝ＣＨＣ６Ｈ４）Ｓ
ｉＯ］１ＳｉＭｅ３　（ＩＩＩ）
　
【００４０】
［比較例１］
　上記式（Ｉ）の替わりに、アルケニル基を有しないＨＭｅ２ＳｉＯ（Ｍｅ２ＳｉＯ）１

（ＨＭｅＳｉＯ）６（Ｐｈ２ＳｉＯ）１ＳｉＭｅ２Ｈ　１８質量部を使用した以外は実施
例１にしたがって組成物（Ｄ）を調製した。このシリコーン組成物（Ｄ）を１５０℃で４
時間加熱し硬化させたところ、硬さはＳｈｏｒｅ　Ｄで６９であった。
【００４１】
［比較例２］
　上記式（ＩＩ）の替わりに、アルケニル基を有しないＨＭｅ２ＳｉＯ（ＨＭｅＳｉＯ）

３（Ｐｈ２ＳｉＯ）２ＳｉＭｅ２Ｈ　３２質量部を使用した以外は実施例２にしたがって
組成物（Ｅ）を調製した。このシリコーン組成物（Ｅ）を１５０℃で４時間加熱し硬化さ
せたところ、硬さはＳｈｏｒｅ　Ｄで６０であった。
【００４２】
［比較例３］
　上記式（ＩＩＩ）の替わりに、アルケニル基を有しないＭｅ３ＳｉＯ（Ｍｅ２ＳｉＯ）

１（ＨＭｅＳｉＯ）７（Ｐｈ２ＳｉＯ）１ＳｉＭｅ３　１７質量部を使用した以外は実施
例３にしたがって組成物（Ｆ）を調製した。このシリコーン組成物（Ｆ）を１５０℃で４
時間加熱し硬化させたところ、硬さはＳｈｏｒｅ　Ｄで６６であった。
【００４３】
　上記実施例及び比較例で調製したシリコーン組成物（Ａ）～（Ｆ）における評価方法を
、下記の要領にて行った。
［評価方法］
発光半導体パッケージ
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　発光素子として、ＩｎＧａＮからなる発光層を有し、主発光ピークが４７０ｎｍのＬＥ
Ｄチップを搭載した、図１に示すような発光半導体装置を使用した。ここで、１が筐体、
２が発光素子、３、４がリード電極、５がダイボンド材、６が金線、７が封止樹脂である
。封止樹脂７の硬化条件は１５０℃、４時間である。
【００４４】
耐湿及び赤外線リフローの試験方法
　作製した発光半導体装置１０個を、８５℃、８５％の恒温恒湿室に２４時間入れた後、
赤外線リフロー装置（２６０℃）を３回通し、外観の変化を観察した。結果を表１に示す
。尚、樹脂のクラックやＬＥＤパッケージからの剥離が確認されたものをＮＧとしてカウ
ントした。
【００４５】
【表１】

【００４６】
　表１に示されるように、実施例１～３は、ＮＧ数がいずれも０であり、高温／低温の温
度サイクル条件下でもクラック耐性が良好で、剥離も発生せず光取り出し効率が高いこと
がわかる。また、このようなシリコーン樹脂は、高透明性にも優れたものであった。
　一方、比較例１～３は、半数以上に樹脂のクラックやＬＥＤパッケージからの剥離が発
生してしまった。これにより、封止材料として従来のものを用いた場合、ＬＥＤの生産性
が悪くなってしまうことがわかる。
【００４７】
　以上のことから、本発明の付加硬化型シリコーン樹脂組成物であれば、熱衝撃に対して
高い耐性を有するため、クラックが生じ難いうえ光取り出し効率も高く、過酷な温度サイ
クル下に供されるＬＥＤ用として有用なものであることが実証された。
【００４８】
　尚、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【符号の説明】
【００４９】
　１…筐体、　２…発光素子、　３、４…リード電極、　５…ダイボンド材、
６…金線、　７…封止樹脂。
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